
マイクロボールバンピング（フリップチップ）に関する研究開発
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• 既存技術

• 生産性が高い

• 安価なソルダーペースト

を使用

• 既存技術

• 狭ピッチ可能

• 生産性が高い

• バンプ高さが均一

• 材料選択が自由

• 初期投資が大きい

• 工程多い

• 合金組成の調整困難

• 材料の無駄が多い

• 狭ピッチ不利

• バンプ高さがばらつく

• 新規技術

• 初期投資が大きい

• 工程多い

• 合金組成の調整困難

• 環境問題有り
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Mo mask

Flip Chip
（バンプ）

小型化、高機能化
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マイクロボールを使用した接続を提唱
初号機



ボール吸着前 ボール吸着後

625ﾋﾟﾝ/ﾁｯﾌﾟ

②超音波振動付加 前 後

ﾏｲｸﾛﾎﾞｰﾙﾊﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ（全自動量産機）



全自動マクロボール配列
装置

・生産性：４分／枚（6-8ｲﾝﾁｳｴﾊ）

・バンプ数：～50万個

バンピングサービスの事例

カシオ計算機
GPSスピードメーター
付き腕時計

量産技術として完成

⇒SiP（微細化）へのMB適用 Cross section 
of INTEL i5
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Purpose: SiC Power module packaging ← Simplified 
process,  Heat resistance, smaller size, and high performance

Illustration of a power overlay module developed 
by GE    (uploaded by Naili Yue)

https://www.researchgate.net/publication/265287219_Lead frame type NMPB module

Embeded NMPB module

REF.

Plated 
Cu

Cu 
leads

Chevron shape

NMPBによる基板埋め込み型小型SiCモジュｰル
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